


2

电性参数

Electrical Characteristics............................................................................................................3

典型特性曲线
Typical Characteristic Curves....................................................................................................................5

可靠性实验

Reliability Test Items And Conditions.......................................................................................................6

外形尺寸
Outline Dimensions......................................................................................................................................7

包装
Packaging....................................................................................................................................................... 8

使用注意事项

Precautions....................................................................................................................................... 9



3

Electrical Characteristics

极限参数（Absolute Maximum Ratings）（Ta=25℃）

参数名称
Parameter

符号
Symbol

数值
Rating

单位
Unit

消耗功率
Consumed power Pd 70 mW

最大正向电流

（Max Continuous Forward Current）
IF 20 mA

正向脉冲电流
Peak Forward Current IFp 80 mA

工作环境温度
Operating ambient temperature Topr -20°C ~ +85°C

储存环境温度
Storage ambient temperature Tstg -40°C ~ +85°C

焊接条件
Welding conditions Tsol

波峰焊（reflow soldering）：240°C，≦6s
手动焊（manual welding ）：300°C，3s

焊接点离胶体底部在2.0mm以上

光电参数（Initial Electrical Optical Characteristics）（Ta=25℃）

项目参数Parameter 符号
Symbol

最小值
Min.

一般值
Typ.

最大值
Max.

单位
Unit

测试条件
Test

conditions
发光强度

（Luminous Intensity）
Iv 400 600 900 mcd IF=20mA

主波长

（Dominant Wave Length）
λd 615 620 625 nm IF=20mA

峰值波长

（Peak Wave Length）
λp / 625 / nm IF=20mA

正向电压

（Forward Voltage）
VF 1.8 2.2 2.4 V IF=20mA

发光角度

（Viewing Angle）
2Ø1/2 / 30 / deg IF=20mA

频宽

（Spectral Width at half height）
△λ / 20 / nm IF=20mA

反向电流

（Reverse Current）
IR / / ≤10 μA VR=5V

注 ：光强偏差±10%；电±11 电电

差

±10

参

±1注注

#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�注注注注注
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:
Brightness grading

:
Voltage grading

:
Wave Length grading：

Code Min Max Unit Test conditions

A5 400 500

mcd IF=20mAA6 500 700

A7 700 900

Code Min Max Unit Test conditions
N12-7 1.8 2.0

V IF=20mAN12-8 2.0 2.2

N12-9 2.2 2.4

Code Min Max Unit Test conditions

HR01 615 620
nm IF=20mA

HR02 620 625
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Outline Dimension

备注(Note)：
1. 标注尺寸单位为毫米

Dimensions are in millimeters.
2. 除特别标注外，所有尺寸允许公差± 0.50mm .

Tolerances unless mentioned are ± 0.50mm.
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2
Precautions (2)

5. 焊接 Weld
当焊接时，必需在胶体底部2mm以下进行焊接，在焊接时，应尽力避免浸渍LED胶体，在刚焊接完后，应避

免在引脚上加外力或者摇动LED胶体。
When welding, welding must be conducted
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3
Precautions (3)

Others：

*直接用手拿取产品不但会污染封装树脂表面，也可能由于静电等因素导致产品性能的改变。过度的压力也可能直接影响封装内部

的管芯和金线，因此请勿对产品施加过度压力，特别当产品处于高温状态下，例如在回 流焊接过程中。

*When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not only contaminate its surface, but

also affect on its optical characteristics. Excessive force to the encapsulant might result in catastrophic failure of

the LEDs due to die breakage or wire deformation. For this reason, please do not put excessive stress on LEDs,

especially when the LEDs are heated such as during Reflow Soldering.
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